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紅外差分干涉對比顯微術應用於三維晶圓疊對誤差檢測

三維晶片 (three-dimensional integrated circuit；3D IC) 在疊對量測上需穿透矽晶圓，故無法使用傳統的可見光量測技術，在量測上是一大難題。在本文中，我們將使用紅外光之差分干涉對比顯微術量測晶圓的疊對誤差。在疊對圖樣的設計上，我們分別在晶圓的前表面 (front-side) 及後表面 (back-side) 製作了一組對稱的疊對圖樣，並使用自行發展的影像演算法分析晶圓的疊對誤差。經由量測分析可知使用本技術具有次微米的解析度。
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